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Worldwide AI Market and Ecosystem

AI Deep Learning in Cloud and 5G

Edge Computing-Inference

 Smartphone

 Automotive

 Low Power Device-Base on MCU

Chip Company Strategy-Xilinx , NXP

China AI Industry Overview & Start-up AI Chip Companies

Summary

Outline
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IT Budget for 2017 Is Earmarked for ML 
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Source：MIT Technology Review & Google Cloud

Machine Learning
在IT预算的比例分配（%）

参与调查企业的比重（%）
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Worldwide Fabless Company 

Venture Capital Funding
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AI & Machine Learning

Comm. High Speed / 5G

Analog & Power

MPU & MCU

LED

Flexible Transistors-TFT

Image Processor

1163

465

301

274

237

220

113

70

41

25

25

8

4

2
Unit：$ Million 

Market Segments Funded 2012 – 2018 YTD

Source：Mentor Graphic；整理：拓墣产业研究院（2018/8）
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AI Chip Ecosystem Overview
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Silicon IP

CPU
Arm、Wave Computing

（MIPS）

GPU
Arm、 Imagination 、Verisilicon

VPU/NPU
Imagination、Cadence、CEVA、

Synopsys、Arm、Cambricon

4G/5G
Arm、Cadence、CEVA

Memory/Interface
Synopsys、Cadence

Chip Vender

IDM
Intel、Samsung

Fabless
Qualcomm、NVIDIA、
MTK、AMD、Xilinx、

Cambricon、Bitmain、
Rockchip、C-sky、
RealTek、Socionext

Fab-lite
NXP、Renesas、TI 、

Toshiba、ST

CSPApplication

Smartphone
Autonomous
Smart Home
Industry 4.0
Smart City

Networking

Google
FB

Microsoft
Amazon
Tencent
Alibaba
Baidu

Foundry Design Service

TSMC、G.F.
Samsung、Intel

UMC、SMIC

GUC、Faraday
Socionext、

Alchip
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Cloud Inference-More Accelerator Cards 
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2018.08.13 2018.08.20 2018.09.12

产品
型号

RTX 
5000

RTX 
6000

RTX 
8000

CUDA 
Cores

3072 4608 4608

Tensor 
Cores

384 576 576

RT 
Cores

Yes Yes Yes

产品
型号

RTX 
2070

RTX 
2080

RTX 
2080 Ti

CUDA 
Cores

2304 2944 4352

Tensor 
Cores

288 368 544

RT 
Cores

Yes Yes Yes

Design & 
Visualization

QUADRO RTX

Gaming

GeForce RTX

DC AI

Tesla T4

 CUDA Cores：2560
 Tensor Cores：320
 传输接口：PCIe Gen3 x16
 功耗：75W
 应用：Inference 

for voice, video, image 
and recommendation 
services

寒武紀MLU100
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Networking-AI in 5G
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Smartphone

Automotive

Low Power Device-Base on MCU

Edge Computing-Inference

page8
Source：www.skodastoryboard.com
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AI Smartphone Market and Premium AP in 2019 
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2017/09/13 2018/09/09

A11 Bionic
• 六核CPU
• 三核GPU
• Neural Enginex2
• 10nm

A12 Bionic
• 六核CPU
• 四核GPU
• Neural Enginex8
• 7nm

2017/09/01 2018/09/02

Kirin 970
• A73x4 + A55x4
• Mali-G73 x12
• NPU / Image DSP
• 10nm

Kirin 980
• A76x2 + A76x2 + A55 x4
• Mali-G76 x10
• NPU x2
• 7nm

2017/12/06 2018/12

SDM 845
• Kryo 385 CPU x8
• Adreno 630 GPU
• Hexagon 685 
• 10nm

SDM 855
• ??
• ??
• ??
• 7nm
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智能手机 AI智能手机 渗透率

单位：千台

source：TrendForce and TRI
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Smartphone New AP in 2018
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Light-

Premium

High End

Middle to High

Middle End

Snapdragon 429
4xCortex-A53 / Adreno

504 GPU/ Hexagon 536 

DSP / 12nm

Middle to Low

Snapdragon 710
8xKryo 360 / Adreno 616 

GPU/ Hexagon 685 DSP 

/ 10nm

Snapdragon 439
8xCortex-A53 / Adreno

505 GPU/ Hexagon 536 

DSP / 12nm

Snapdragon 632
8xKryo 250 / Adreno 506 

GPU/ Hexagon 546 DSP 

/ 14nm

Snapdragon 670
8xKryo 360 / Adreno 615 

GPU/ Hexagon 685 DSP 

/ 10 LPPnm

P22
8xCortex-A53 / IMG 

PowerVR GE8320 / 

12nm

A22
4xCortex-A53 / 

IMG PowerVR / 12nm

P60
4xCortex-A73 + 4 

Cortex-A53 / Mali G73 

MP3 GPU/ APU / 12nm

Kirin 710
4xCortex-A73 + 4 

Cortex-A53 / Mali G51 

GPU/ DSP / 12nm

SC9863
8xCortex-A55 

SC9832E
4xCortex-A53 / Mali-

T820 / 28 HPM nm

High Performance AI

Middle 
Performance AI

Low Performance AI

In 2019

10nm will 

be used 

for 

middle 

and low 

end AP
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Automotive- Central Processor 
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Level 4 Level 5

In-Vehicle Infotainment

ADAS

Level 0

Conditionally 
Autonomous

Fully Autonomous

Level 1 Level 2 Level 3

source：www.lowyat.net
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Automotive- Central Processor（1）
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tegra 2
GeForcex8/Dual A9/
40nm

Tegra 3
GeForce x12/Quad 
A9+1/40nm

Tegra 4
GeForce x72/Quad 
A15+1/28nm

Tegra K1
Kepler x192 / Quad 
A15+1 /28nm

Tegra X1
Maxwellx256/Quad A57+ 
Quad A53/ 20nm

Parker
Pascal x256/ 2x Denver 2 + 4 x 
Cortex-A57/16nm FinFET

Xavier
Volta x512 / 8 x 
Custom ARMv8 / 
12nm

Performance

2018

Autonomous 
vehicles

ADAS

Infotainment
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Low Power Device-Base on MCU
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XILINX Versal ACAP
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Scalar Engines

Dual A72+Dual R5

Adaptable 
Engines

FPGA

Intelligent 
Engines

AI Engines + 
DSP Engines

Core Architecture
Versal

Portfolio
Markets

AI Core

AI Edge

AI RF

Prime

Premium

HBM

Data Center, Wireless

Automotive, Wireless, 
Broadcast, A&D

Wireless, A&D, Wired

Data Center, Wired , 
Multiple Market

Wired, Test and 
Measurement

Data Center, Wired, 
Test and Measurement

先进制程与统一核心硬件架构
从云到端，

满足各类推论应用场景
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NXP Connects 2018

page15

大会重要讯息 大会站台厂商

物联网/
人工智能

打造奠基于「云端+行动终端+硬设备」的先进工 业物联
网平台，并进行充分的客制化开发，以满足制造业错综复
杂的需求。

富士康工业
互联网

为中科虹霸提供完整的虹膜辨识芯片解决方案，让广大用
户更快、更好地享受人工智能带来的乐趣和便利。

中科虹霸

在物联网产品分成两大块：AliOS Thins（2G-
5G/NBIOT/LoRa）以及Link Edge（Wi-Fi/ZigBee/BLE）

阿里云

尽可能利用无人载具实现无人货仓应用，另外也有智慧巡
检机器人，用于夜间巡检，结合相当多元的感测技术与无
线传输技术可以辅助甚至是替代保安人员在夜间巡仓的工作

京东

超过800款产品，都仅用一款APP来控制；
小米在美国也开始建置数据中心，因为小米
在美国市场的数量逐渐增加，全球超过400个合作伙伴。

小米

车用电子/
自驾车

频段为76-81GHz，在新的参考平台上将S32R处理器、
TEF810x CMOS射频收发器及天线设计组合在一起，并
提供创新的雷达软件开发套件。

毫米波雷达

与VEPCO Technologies（Tire 1）、Fuji Electric
（IGBT 开关组件）合作，开发逆变器与BMS参考平台

逆变器
开发工具包

OmniPHY是高速汽车以太网IP领域的领导者，提供涵盖
100BASE-T1及1000BASE-T1标准的15个IP系列

收购
OmniPHY

智能驾驶的发展规划：预计2020年为G-Pilot 3.0，2024年
为G-Pilot 4.0；G-Pilot 2.0已经具备智慧自适应巡航功能
与行人自动紧急制动

吉利汽车

百度不做车，但采取开放策略，与车厂合作，已有不少车
厂采用百度平台、全球已有119个合作伙伴，有90个以上
的项目正在进行当中，相关的开发者，超过1万名以上

百度

国际芯片大厂与CSP/当地应用端业者合作，
打造AI应用场景已成必然趋势
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China AI Industry Overview
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第一步

•到2020年人工智能总体技术和应用与世界先进水平

同步

•人工智能核心产业规模超过1500亿元，带动相关产

业规模超过1万亿元。

第二步

•到2025年人工智能基础理论实现重大突破，部分技

术与应用达到世界领先水平

•人工智能核心产业规模超过4000亿元，带动相关产

业规模超过5万亿元。

第三步

•到2030年人工智能理论、技术与应用总体达到世界

领先水平，成为世界主要人工智能创新中心

•人工智能核心产业规模超过1万亿元，带动相关产业

规模超过10万亿元。

海淀區, 

60.96%

非海淀區, 

39.04%

Source：中国国务院；2017/07
Source：北京人工智能產業發展白皮書；
整理：TRI（2018.10）

北京市政府
行政区域图

全中国共有4040家AI企业，
北京则有1070家
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China Start-up AI Chip Companies-1
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公司名称 主要投资方 成立日期 主要产品/应用

地平线（Horizon Robotics）

2015/10：晨兴资本、高瓴资本、红杉资本、金沙江创投、线
性资本、创新工厂、真格基金、
2016/04：Yuri Milner
2016/07：双湖投资、青云创投、祥峰投资
2017/10：Intel、嘉实投资

2015 （北京） 自动驾驶、智能城市、智能零售

寒武纪（Cambricon）
2016：元禾原点、科大讯飞、涌铧投资
2017：国投创业、阿里巴巴、联想创投、国科投资、中科图
灵、元禾原点、涌铧投资

2016成立（北京）
（2008已有研究团队）

行动处理器IP、MLU芯片/版卡（For Server）

深鉴科技（DEEPHI）

Xilinx、蚂蚁金服、联发科、Samsung、清华控股、方和资本、
华创资本、招商局创投、金沙江创业投资、BANYAN Capital、
阿里巴巴

2016（北京） 智能安防、智能辅助驾驶、智能大数据

眼擎科技(eyemore) 京基资本(京基集团)、柔宇科技 2014（深圳） 智能视觉方案

比特大陆(Bitmain)
红杉资本、IDG Capital、美国对冲基金Coatue、投资基金

EDB
2013（北京） Training/Inference处理器/板卡/Server

启英泰伦（ChipIntelli） 上海辰韬资产管理 2015（成都） 人工智能深度学习语音识别专用芯片

鲲云科技（corerain） 星瀚资本、深圳云创、珠海拓金 2016（深圳） Image Deep Learning AI芯片

熠知电子（Think Force）
依图科技、云锋基金、红杉资本、高瓴资本

2017（上海） AI芯片

云天励飞（Intellifusion） 真格基金等投资机构首笔天使轮投资 2014（深圳） AI芯片、图像识别、前端Camera

深思考人工智能（iDeepWise） 昕朴投资、九阳股份 2015（北京）
硬件芯片、软件
智慧医疗、语义交互



18
CEVA Proprietary Information

China Start-up AI Chip Companies-2
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天使/
Pre A轮

A轮 B轮 C轮

地平线
（Horizon Robotics）

眼擎科技(eyemore)

比特大陆(Bitmain)

启英泰伦
（ChipIntelli）

鲲云科技（corerain）

熠知电子（Think 
Force）

云天励飞
（Intellifusion）

深思考人工智能
（iDeepWise）

寒武纪（Cambricon）

深鉴科技（DEEPHI）

2017.12 完成1亿人民币A+轮投资

2018.06.21 完成 B轮投资

2017.10 完成4000万美金A+轮投资

2017.03 完成pre A轮投资

2018.06 完成4亿美元投资pre IPO轮

2017.12 完成3000万人民币A轮投资

2017.11 完成pre A轮投资

2017.12 完成4.5亿人民币A轮投资

2018.07准备关闭B轮投资

2017.02 完成pre A轮1000万人民币

已被Xilinx收购
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China Start-up AI Chip Companies-3

page19

硅IP 算法/SDK 模块/板卡 System

地平线

寒武纪科技

深鉴科技

眼擎科技

比特大陆

启英泰伦

鲲云科技

熠知电子

云天励飞

深思考人工智能

O O X X

O O O X

X O O X

O O O O

X X O O

X X O X

X X X X

X O X X

X O O O

X O X X
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Summary-2018年发展与2019年展望
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2018 2019

CSP业者
 手机旗舰处理器AI运算效能持续提

升，持续聚焦”视觉”相关应用
 NVIDIA居自驾车中央处理器技术

领先地位
 MCU AI功能开始落地

 大陆新创AI Chip公司勃蓬发展，

 统一硬件运算架构蔚为AI芯片产业
风潮

 手机处理器AI运算功能将会逐渐下
放至低阶市场

 车用中央处理器业者短期内应无太
多动静，可观察车厂导入状况

 系统业者须从「应用场景」层面考
虑MCU系统开发

 大陆新创 AI Chip产品逐渐导入终
端应用

 统一硬件运算架构有助生态系统发
展

运算架构与先进制程演进带动AI芯片效能持续提升与进入门坎降低

晶圆代工业者 硅智财业者
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Thank you

Yao Chia Yang, Senior Analyst ,TRI

Email: Cyyao@topology.com.tw

www.topology.com.tw/


